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論文の概要及び判定理由 

本研究では，超音波フリップチップボンディングによる電子デバイス接合部の高強度化

を目的として，各種高強度化手法を検討した。Auバンプとセラミック基板の Au電極の接

合において，接合部のせん断強度の向上には Au 電極層の厚化およびランプ状接合荷重の

適用が有効であることを示した。接合荷重をランプ状に負荷すると接合初期の低荷重時に

接合面全域でフレッティングが起こり，酸化膜などの接合阻害物を破壊しながら真実接合

面積が増加することを明らかにした。また，同手法をチップ同士の接合に適用することに

より，チップ同士の平行度が 0.75度以下であれば，接合部のせん断強度は低下せず良好な

接合部が得られることを示した。更に，接合面に垂直な振動方向の超音波を印加する手法

を検討し，接合面に平行な振動方向の超音波を用いる既存法と比較した。その結果，接合

部のせん断強度が約 20%向上する条件を見出し，該当手法では接合に寄与する微視的な塑

性変形がバンプと電極の密着過程で生じるため，接合部の高強度化には接合荷重を高くす

ることが有効であることを示した。これらの成果は，小型電子デバイスの実装技術及び接

合科学の発展に貢献するものである。 

以上の理由から、博士（理工学）の学位に値するものと判定した。 
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